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Beschreibung
Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kle-
begegenstand mit einem Versagensmodus, der Be-
schadigung an der Substratflache minimiert, und ein
Verfahren zur Verwendung desselben. Die vorliegen-
de Erfindung betrifft auch einen Klebegegenstand,
der in einem umgekehrten Abschalmodus entfernt
werden kann, ohne das Substrat zu beschadigen.

Allgemeiner Stand der Technik

[0002] Klebstoffe stellen eine zweckmaflige und
preiswerte Weise zum Anbringen verschiedener
Strukturen, wie Bilderaufhanger oder Mehrzweckha-
ken, an Wande und andere Substrate zur Verfigung.
Die Art der Klebstoffe ist so, dass oft die Moglichkeit
der Beschadigung des Substrats (der Wand) gege-
ben ist, wenn auf die Struktur eine wesentliche Last
einwirkt. Wenn die auf die Struktur einwirkende Last
den Gewichtsnennwert der Struktur Ubersteigt oder
die Adhasion an dem Substrat schwach ist, besteht
eine hohe Wahrscheinlichkeit dafir, dass ein Ab-
schalmodusversagen stattfindet. Wahrend eines Ab-
schalmodusversagens ist eine Beschadigung der
Wand wahrscheinlich, in der Regel im unteren Be-
reich der Struktur.

[0003] Ohne sich auf eine Lehre festlegen zu wol-
len, scheint es so zu sein, dass Fig. 1 bis Fig. 3 den
Versagensmodus konventioneller Klebstoffe, die zum
Befestigen von Gegenstanden an Wanden verwen-
det werden, nach bestem Wissen illustrieren. Wie in
Eig. 1 dargestellt ist, ist Haken 20 durch Klebeschicht
24 an Substrat 22 befestigt. Last 26 erzeugt eine
Zuglast, die eine Abschalkraft 28 in der Nahe des
oberen Bereichs des Hakens 20 und eine Kompres-
sionslast 30 in der Nahe des unteren Bereichs des
Hakens 20 hervorruft. Das bedeutet, dass die Last 26
zu Bindungsversagen durch Abschélen oder Spal-
tung im oberen Bereich des Hakens 20 fiihrt. Wie in
Eig. 2 dargestellt ist, fihrt die Abschalkraft 28 dazu,
dass sich Haken 20 langsam in der Nahe des oberen
Bereichs des Hakens 20 von dem Substrat 22 trennt.
Wenn sich der Haken 20 von dem Substrat 22 trennt,
wird allgemein in dem Bereich 32 nahe dem unteren
Bereich des Hakens 20 ein Drehpunkt erzeugt, wo-
durch die Kompressionslast 30 und die Adhasion in
dem Bereich 32 erhoéht werden. An irgendeinem
Punkt wahrend des Delaminierungsprozesses durch-
lauft der Haken 20 einen Ubergang von Kompression
zu Abschalen/Spaltung in dem Bereich 32. Da die
Oberflache an der Grenzflache zwischen der Klebe-
schicht 24 und der Substratflache 34 in dem Bereich
32 relativ klein ist, besteht eine hohe Wahrscheinlich-
keit des Versagens an der Flache 34.

[0004] Infolge der erhdhten Adhasion in dem Be-

reich 32 kann Beschadigung 36 an der Substratfla-
che 34 hervorgerufen werden, wie in Fig. 3 darge-
stellt ist. Anteil 38 der Substratflache 34 bleibt in der
Regel an die Klebeschicht 24 gebunden. Wenn die
Substratflache 34 Farbe, Tapete, Leichtbauplatte
oder eine Vielfalt anderer Innenflachen ist, kdnnen
die Reparaturkosten des beschadigten Gebiets er-
heblich sein. In einigen Situationen kann selbst ein
geringer Schaden dazu fihren, dass die gesamte
Wand oder der gesamte Raum erneut gestrichen
werden mussen.

[0005] Es ist daher erwinscht, einen Klebegegen-
stand mit einem Versagensmodus bereitzustellen,
der Beschadigung an der Substratflache minimiert.
Es ist auch erwlinscht, einen Klebegegenstand be-
reitzustellen, der im umgekehrten Abschalmodus von
dem Substrat entfernt werden kann, ohne das Subst-
rat zu beschadigen.

Kurze Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kle-
begegenstand, der zum Befestigten von Strukturen
an Substraten angepasst ist, und ein Verfahren zu
seiner Verwendung. Die vorliegende Erfindung be-
trifft auch ein Einbausystem fir ein Substrat unter
Verwendung des vorliegenden Klebegegenstands.

[0007] Der vorliegende Klebegegenstand ermdg-
licht die Verwendung von hochfestem Klebstoff zum
Befestigen von Strukturen an Substraten mit einem
Versagensmodus, der Beschadigung an der Subst-
ratflache minimiert. Der vorliegende Klebegegen-
stand kann entweder durch Abschélen entfernbar
oder sich durch Dehnung |6send sein. In einigen Aus-
fuhrungsformen resultiert die durch Abschélen ent-
fernbare Beschaffenheit des Klebegegenstands aus
reduzierten Klebeeigenschaften, die in der er-
wlinschten Abschalrichtung angeordnet sind. In die-
sen Ausfihrungsformen minimieren die Eigenschaf-
ten, die die durch Abschalen entfernbare Beschaffen-
heit des Klebegegenstands liefern, auch die Bescha-
digung an der Substratflache.

[0008] In einer Ausflihrungsform weist der Klebege-
genstand eine Klebeschicht mit einem ersten Klebe-
bereich und einem zweiten Klebebereich auf. Der
erste Klebebereich ist zur Befestigung eines oberen
Anteils der Struktur an dem Substrat angepasst. Der
zweite Klebebereich ist zur Befestigung eines unte-
ren Anteils der Struktur an dem Substrat angepasst.
Der zweite Klebebereich weist reduzierte Klebeei-
genschaften auf.

[0009] In einer Ausflihrungsform weist der Klebege-
genstand ein sich durch Dehnung l6sendes Klebe-
band auf. Das sich durch Dehnung I6sende Klebe-
band weist einen Zugstreifen neben dem zweiten
Klebebereich auf.
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[0010] In einer anderen Ausfiihrungsform weist die
Klebeschicht mehrere Klebebereiche mit zunehmend
reduzierten Klebeeigenschaften auf. In einer anderen
Ausfuhrungsform weist ein einzelner Klebebereich
progressiv reduzierte Klebeeigenschaften auf, wie
durch Anderung der Flache der Klebebereiche.

[0011] In einer Ausflihrungsform weist der zweite
Klebebereich eine Flache auf, die groRer als oder
gleich etwa 22 % einer Flache der Klebeschicht ist. In
einer Ausflhrungsform weist der zweite Klebebe-
reich eine Flache auf, die gréRer als etwa 22 % einer
Flache der Klebeschicht ist. Der zweite Klebebereich
kann aus der Gruppe bestehend aus Trennlinermate-
rial, repositionierbarem Haftkleber, polymerem Film,
Papier, Gazen, Vliesstoffen, Pulver, Tinte und Trager-
material mit niedriger Adhasion ausgewahlt sein.

[0012] Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein
Einbausystem flir ein Substrat. Die Struktur kann
eine Vielfalt von Gegenstanden sein, wie Haken, Bil-
deraufhanglaschen und dergleichen.

[0013] Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein
Verfahren zum Befestigen einer Struktur an einem
Substrat. Es wird ein Klebegegenstand hergestellt,
der eine Klebeschicht mit einem ersten Klebebereich
und einem zweiten Klebebereich aufweist. Der zwei-
te Klebebereich weist reduzierte Klebeeigenschaften
auf. Der Klebegegenstand ist an der Struktur so be-
festigt, dass sich der erste Klebebereich distal von ei-
nem oberen Anteil der Struktur erstreckt und der
zweite Klebebereich distal von einem unteren Anteil
der Struktur erstreckt. Die ersten und zweiten Klebe-
bereiche sind mit dem Substrat befestigt.

[0014] In einer anderen Ausfiuhrungsform weist die
Klebeschicht mehrere Klebebereiche mit zunehmend
reduzierten Klebeeigenschaften auf. Die Struktur
kann von dem Substrat entfernt werden, indem der
Klebegegenstand in Richtung von dem Klebebereich
mit den niedrigsten Klebeeigenschaften in Richtung
des Klebebereichs mit den groRten Klebeeigenschaf-
ten delaminiert wird. In einer anderen Ausfihrungs-
form ist die Klebeschicht ein sich durch Dehnung 16-
sender Klebegegenstand mit einem Zugstreifen ne-
ben dem zweiten Klebebereich.

Kurze Beschreibung der mehreren Ansichten der
Zeichnung

[0015] Die vorliegende Erfindung wird unter Bezug-
nahme auf die angefuigten Zeichnungen naher erlau-
tert, in denen

[0016] Fig. 1 eine Seitenansicht einer Klebeschicht
des Standes der Technik ist, die zum Anbringen einer
Hakenstruktur an ein Substrat verwendet worden ist.

[0017] FEig. 2 ist eine Seitenansicht der Hakenstruk-

tur von Fig. 1, die von einem Substrat delaminiert.

[0018] Fig. 3 ist eine Seitenansicht einer Beschadi-
gung, die bei Entfernung der Hakenstruktur von
Fig. 2 an dem Substrat verursacht worden ist.

[0019] Fig. 4A ist eine Seitenansicht einer Struktur,
die mit einem Klebegegenstand gemaf den Prinzipi-
en der vorliegenden Erfindung an einem Substrat be-
festigt worden ist.

[0020] Fig. 4B ist eine Seitenansicht des Klebege-
genstands von Fig. 4A, der von dem Substrat gemaf
den Prinzipien der vorliegenden Erfindung delami-
niert.

[0021] Fig. 4C ist eine Seitenansicht des Klebege-
genstands von Fig. 4A, der von dem Substrat gemaf
den Prinzipien der vorliegenden Erfindung delami-
niert ist.

[0022] Fig. 5 ist eine Seitenansicht einer Struktur,
die mit einem alternativen Klebegegenstand geman
den Prinzipien der vorliegenden Erfindung an einem
Substrat befestigt worden ist.

[0023] Fig. 6 ist eine Seitenansicht einer Struktur,
die mit einem anderen alternativen Klebegegenstand
gemal den Prinzipien der vorliegenden Erfindung an
einem Substrat befestigt worden ist.

[0024] Fig. 7 ist eine Seitenansicht einer Struktur
von Fig. 6, die von dem Substrat gemaf den Prinzi-
pien der vorliegenden Erfindung entfernt wird.

[0025] Fig. 8 ist eine Vorderansicht eines Klebege-
genstands mit progressiv reduzierten Klebeeigen-
schaften gemaf den Prinzipien der vorliegenden Er-
findung.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0026] Fig. 4A ist eine Seitenschnittansicht einer
Struktur 50, die mit einem Klebegegenstand 54 ge-
maM den Prinzipien der vorliegenden Erfindung an ei-
nem Substrat 52 befestigt worden ist. Obwonhl die in
Fig. 4A illustrierte Struktur 50 ein Haken ist, kann jed-
wedes von einer Vielfalt von Strukturen unter Ver-
wendung eines Klebegegenstands gemal den Prin-
zipien der vorliegenden Erfindung an dem Substrat
52 befestigt werden. Klebegegenstand 54 hat eine
erste Klebeschicht 56 in Eingriff mit Substratflache
58. Die erste Klebeschicht 56 des Klebegegenstands
54 weist einen ersten Klebebereich 64 in der Nahe
des oberen Anteils der Struktur 50 und einen zweiten
Klebebereich 66 in der Nahe des unteren Anteils der
Struktur 50 auf. Der zweite Klebebereich 66 hat redu-
zierte Klebeeigenschaften. "Reduzierte Klebeeigen-
schaften" bezieht sich hier auf einen Bereich mit
Nicht-Klebeeigenschaften oder Klebeeigenschaften,
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die unter den Klebeeigenschaften des ersten Klebe-
bereichs liegen. Das Konzept der reduzierten Klebe-
eigenschaften ist als solches ein Vergleich der relati-
ven Klebeeigenschaften des ersten und des zweiten
Klebebereichs. Nachfolgend werden verschiedene
Verfahren erortert, um die reduzierten Klebeeigen-
schaften zu erreichen.

[0027] Die zweite Flache 60 des Klebegegenstands
54 kommt in Eingriff mit der Rickseite 62 der Struktur
50. Die zweite Flache 60 ist in der Regel ein Klebstoff,
der an die Riickseite 62 der Struktur 50 gebunden ist.
In einigen Ausfiuhrungsformen kann der Klebegegen-
stand 54 ein doppelseitiges Klebeband mit einer Tra-
gerschicht sein (siehe z. B. Fig. 5). Die Tragerschicht
kann Papier, ein polymerer Schaum, ein polymerer
Film, eine Gaze, ein Vlies oder eine Vielfalt anderer
Materialien sein. Die Wahl des polymeren Schaums
oder polymeren Films hangt von der speziellen An-
wendung des Klebegegenstands 54 ab. Polymere
Schaume koénnen gewahlt werden, um die An-
schmiegsamkeits- und Rickfederungseigenschaften
zu optimieren, die hilfreich sind, wenn der Klebege-
genstand 54 an Flachen mit Oberflachenunregelma-
Rigkeiten geklebt werden soll. Das ist bei einer typi-
schen Wandflache der Fall. Stattdessen kdnnen po-
lymere Filme verwendet werden, um die Lasttrage-
kraft und Reilfestigkeit des Bands zu erhdhen, Filme
sind jedoch geeigneter, wenn die Anwendung darin
besteht, zwei sehr glatte Flachen miteinander zu ver-
kleben. Alternativ kdnnen feste Klebstoffe anstelle
der Kombination eines Films oder Schaums mit zwei
Klebeschichten verwendet werden.

[0028] Wenn die Struktur 50 Zuglast 70 ausgesetzt
ist, wird in der Nahe des oberen Bereichs der Struktur
50 allgemein gegenuber dem ersten Klebebereich 64
Abschalkraft 72 erzeugt. Der erste Klebebereich 64
wirkt der Abschéalkraft 72 entgegen. Gleichzeitig wird
in dem Bereich 76 neben dem zweiten Klebebereich
66 eine Kompressionskraft 74 erzeugt. Die Last 70
erzeugt auch eine Scherkraft 78. In einer Ausfih-
rungsform wird der zweite Klebebereich 66 so aufge-
baut, dass er in reibschlissige Bindung mit der Sub-
stratflache 58 kommt, um Scherkraft 78 zu widerste-
hen. Der zweite Klebebereich 66 kann beispielsweise
ein nicht-klebendes Kautschukmaterial sein, das in
Bezug auf die Substratflache 58 einen hohen Rei-
bungskoeffizienten, jedoch keine Klebeeigenschaf-
ten hat. Es kdénnen viele andere Nicht-Klebemateria-
lien mit hoher Reibung fur den zweiten Klebebereich
66 verwendet werden, wobei die Auswahl des Mate-
rials teilweise durch die Art der Substratoberflache 58
bestimmt wird. In einer alternativen Ausfiihrungsform
kann der zweite Klebestoff 66 auf beiden Seiten des
Klebegegenstands 54 gebildet sein, so dass der Kle-
begegenstand 54 orientierungsunabhangig ist. Alter-
nativ kann der Klebegegenstand 54 in dem Bereich
76 aus einem Material mit reduzierten Klebeeigen-
schaften aufgebaut sein (siehe z. B. Eig. 6).

[0029] Fig. 4B und Fig. 4C illustrieren den Versa-
gensmodus des Klebegegenstands 54 aus Fig. 4A.
Wenn die Last 70 erhoht wird, fuhrt die Abschalkraft
72 zur Delaminierung des ersten Klebebereichs 64
von der Substratflache 58. Wenn sich die Struktur 50
weiter von dem Substrat 52 trennt, schwenkt sie in
dem Bereich 76 in der Nahe des unteren Bereichs
der Struktur 50 gegen die Substratflache 58, wodurch
die Kompressionslast 74 erhéht wird. Die reduzierten
Klebeeigenschaften in dem Bereich 76 minimieren
die Adhasion selbst in Gegenwart der erhéhten Kom-
pressionslast 74.

[0030] An irgendeinem Punkt wahrend des Delami-
nierungsprozesses durchlauft die Struktur 50 einen
Ubergang von Kompression zu Abschalen/Spaltung
in dem Bereich 76. Da die Adhasion an der Grenzfla-
che zwischen der Klebeschicht 54 und der Substrat-
flache 58 in dem Bereich 76 relativ klein ist, besteht
eine geringe Wahrscheinlichkeit des Versagens an
der Substratflache 58. Fig. 4C illustriert die vollstan-
dige Delaminierung von Struktur 50 ohne Beschadi-
gung der Substratflache 58.

[0031] Die GroRe des zweiten Klebebereichs 66 mit
reduzierten Klebeeigenschaften variiert gemag der
Anwendung und der Art der Struktur 50. Wenn der
erste Klebebereich 64 zu grol} ist, erstreckt er sich in
den Bereich 76 hinein und kann die Beschadigung
des Substrats 22 verursachen, illustriert in Eig. 3.
Wenn alternativ der zweite Klebebereich 66 zu grof3
ist, ist die Bindungsfestigkeit zwischen der Struktur
50 und dem Substrat 52 fur einige Anwendungen
moglicherweise nicht ausreichend. In der in Eig. 4A
illustrierten Ausfihrungsform hat der zweite Klebebe-
reich 66 eine Oberflache groRer als oder gleich etwa
22 % bis etwa 30 % der Oberflache der ersten Klebe-
schicht 56. In einer anderen Ausfihrungsform hat der
zweite Klebebereich 66 eine Oberflache von mehr als
30 % der Oberflache der ersten Klebeschicht 56.

[0032] Die reduzierten Klebeeigenschaften kénnen
durch die Aufbringung von Materialien, wie Filmen,
Papieren, Pulvern, Schaumen, Gazen, Vliesstoffen,
Tinten, anderen Beschichtungen und Behandlungen
und dergleichen erreicht werden, um den zweiten
Klebebereich 66 entweder nicht-klebend oder wenig
klebend zu machen. Alternativ kann eine Zusammen-
setzung von weniger aggressivem Klebematerial in
dem zweiten Klebebereich 66 verwendet werden.
Dieses Material mit niedriger Adhasion kann direkt
auf den Klebegegenstand 54 aufgebracht werden
oder als Beschichtung auf die Flache 56 des Klebe-
gegenstands 54 in dem Bereich 66 aufgebracht wer-
den. Der Klebstoff kann alternativ als Punkte aufge-
schichtet werden, wobei die Dichte der Punkte verrin-
gert wird, um die reduzierten Klebeeigenschaften zu
erzeugen. Die Flache des zweiten Klebebereichs 66
pro Langeneinheit kann alternativ reduziert werden,
um die reduzierten Klebeeigenschaften zu erzeugen
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(siehe Fig. 8).

[0033] Es kommt jegliche Klebezusammensetzung
in Frage, die eine niedrigere Adhasion als der Kleb-
stoff in dem ersten Klebebereich 64 zeigt, einschliel3-
lich der anderen Zusammensetzungen der nachfol-
gend aufgeflihrten Klebematerialien. Es kénnen au-
Rerdem Techniken zur Klebkraftabschwachung des
Klebstoffs oder Beschichtungstechniken verwendet
werden. Ein spezielles Beispiel fur einen schwach
klebenden Klebstoff, der fir viele Anwendungen als
geeignet angesehen wird, ist der Klebstoff, der zur
Herstellung repositionierbarer Postit™ Notizzettel
verwendet wird, die im Handel von Minnesota Mining
and Manufacturing Company of Saint Paul, Minn.,
USA, erhaltlich sind.

[0034] Anstelle der Verwendung einer weniger ag-
gressiven Klebezusammensetzung zum Definieren
eines reduzierten Klebeanteils kann der Bereich 66
mit einem Trennmaterial beschichtet sein, wie Sili-
kontrennbeschichtung. Die reduzierten Klebeeigen-
schaften kénnen alternativ durch Formung oder Pro-
filbildung eines texturierten Bereichs produziert wer-
den, wodurch der Klebekontakt deutlich reduziert
wird. Verschiedene Techniken zum Andern von Kle-
beeigenschaften sind in US-A-6,001,471 (Bries et al.)
offenbart.

[0035] Fig. 5 ist eine Seitenansicht eines alternati-
ven Klebegegenstands 90 zur Befestigung von Struk-
tur 50 an Substrat 52 gemaR den Prinzipien der vor-
liegenden Erfindung. Der Klebegegenstand 90 weist
eine Tragerschicht 92 und Klebeschichten 94, 96 aus
denselben oder unterschiedlichen Haftklebezusam-
mensetzungen auf gegeniberliegenden Hauptfla-
chen auf. Die Tragerschicht 92 kann eine polymere
Film- oder Schaumschicht sein, die gewahlt ist, um
Anschmiegsamkeits- und Rickfederungseigenschaf-
ten zu optimieren, die hilfreich sind, wenn der Klebe-
gegenstand 90 an eine Substratflaiche 58 mit Unre-
gelmaRigkeiten geklebt wird. In US-A-6,001,471
(Bries et al.) sind verschiedene Tragerschichten 92
offenbart.

[0036] Klebeschicht 96 entspricht vorzugsweise der
Ruckseite 62 der Struktur 50, an die sie geklebt ist, so
dass sich Streifen 98 von der Struktur 50 erstreckt,
um Entfernen des Klebegegenstands 90 durch Deh-
nen zu erleichtern. Der Streifen 98 kann sich alterna-
tiv von dem oberen Bereich oder den Seiten der
Struktur 50 erstrecken. Klebeschicht 94 weist einen
ersten Klebebereich 100 und einen zweiten Klebebe-
reich 102 auf, der sich in der Nahe des unteren Be-
reichs der Struktur 50 befindet. Der zweite Klebebe-
reich 102 weist reduzierte Klebeeigenschaften lokali-
siert an einer Grenzflache mit der Substratflache 58
auf. Der zweite Klebebereich 102 minimiert tiberma-
Rige Bindung des Bereichs 76 mit der Substratflache
58. Die reduzierten Klebeeigenschaften des zweiten

Klebebereichs 102 versehen den Klebegegenstand
90 mit im Wesentlichen dem Versagensmodus, wie
er in den Fig. 4B-Fig. 4C illustriert ist.

[0037] Die Struktur 50 wird von dem Substrat 52
entfernt, indem der Streifen 98 in die Richtung 104
gezogen wird. Das Loésen der Klebeschicht 94 |auft
im Wesentlichen gleichzeitig mit dem Lésen von Kle-
beschicht 96 ab, um vollstandiges Losen der Klebe-
schicht 94 von der Substratflache 58 zu erreichen.

[0038] Der Klebegegenstand 90 kann aus jeglichen
von einer Familie von Klebegegenstanden ausge-
wahlt werden, die hier als sich durch Dehnung I6sen-
de Klebebander bezeichnet werden. Sich durch Deh-
nung l6sende Klebebander stehen fir eine herausra-
gende Klasse von Hochleistungshaftklebstoffen, die
starke Haltekraft mit sauberer Entfernung und fehlen-
der Oberflachenbeschadigung kombinieren. Solche
sich durch Dehnung l6senden Klebebander sind in
vielen verschiedenen Bau-, Verbindungs-, Befesti-
gung- und Einbauanwendungen brauchbar. Jedes
konventionell bekannte, sich durch Dehnung I6sende
Band kann in den verschiedenen Ausfiihrungsformen
der vorliegenden Erfindung verwendet werden, ein-
schlieRlich Haftklebeband mit einem elastischen
Kern, Haftklebeband mit einem sehr streckbaren und
im Wesentlichen unelastischen Kern oder einem fes-
ten Haftklebstoff. Diese verschiedenen Strukturen
kénnen mit jeder beliebigen Ausfiihrungsform der
vorliegenden Erfindung verwendet werden.

[0039] Zu spezifischen sich durch Dehnung lésen-
den Klebebander, die zur Verwendung in den ver-
schiedenen Ausfiuhrungsformen der Erfindung geeig-
net sind, gehdéren die Haftklebebander mit elasti-
schen Tragern, die in US-A-4,024,312 (Korpman) be-
schrieben sind, die Haftklebebander mit sehr streck-
baren und im Wesentlichen unelastischen Tragern,
die in US-A-5,516,581 (Kreckel et al.) und der inter-
nationalen PCT-Veréffentlichung Nr. WO-A-95/06691
(Bries et al) beschrieben sind; und der feste Haftkleb-
stoff, der in dem deutschen Patent Nr. 33 31 016 be-
schrieben ist. AuRerdem kann das erfindungsgema-
Re sich durch Dehnung Iésende Klebeband eine teil-
bare Schicht aufweisen, wie die Schichten, die in der
internationalen PCT-Veroffentlichung Nr.
WO-A-98/21285 beschrieben sind, oder eine wieder-
befestigbare Schicht, wie die Schichten, die in der in-
ternationalen PCT-Veroffentlichung Nr.
WO-A-99/31193 beschrieben sind.

[0040] Zu im Handel erhaltlichen, sich durch Deh-
nung lésenden Klebebandern gehoért das Produkt,
das unter der Handelsbezeichnung COMMAND von
Minnesota Mining and Manufacturing Company, St.
Paul, Minnesota, USA, angeboten wird, und das Pro-
dukt, das unter der Handelsbezeichnung PO-
WER-STRIPS von Beiersdorf AG, Hamburg,
Deutschland, angeboten wird. Diese Produkte wer-
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den momentan als diskrete Streifen gefertigt, wobei
ein Ende des Streifens einen nicht-klebenden
Zugstreifen aufweist, um das Dehnen des Streifens
wahrend des Entfernens zu erleichtern. Die Klebefla-
chen des Streifens sind zusatzlich durch einen
Trennliner geschitzt.

[0041] Jegliche der hier offenbarten Klebegegen-
stande koénnen einen Trennliner aufweisen, um die
Klebeschicht vor Gebrauch zu schitzen. Kraftpapie-
re, Polyethylen, Polypropylen, Polyester oder Ver-
bundmaterialien aus jeglichen dieser Materialien, die
mit Trennmitteln wie Fluorchemikalien oder Silikon
beschichtet werden kénnen, sind Beispiele fiir Mate-
rialien, die zur Verwendung als Liner geeignet sind.
US-A-4,472,480 beschreibt perfluorchemische Liner
mit niedriger Oberflachenenergie. Die bevorzugte Li-
ner sind Papiere, Polyolefinfilme oder Polyesterfilme,
beschichtet mit Silikontrennmaterialien. Beispiele fur
die silikonbeschichteten Trennpapiere sind Silikon-
trennpapiere der Marke Polyslik, angeboten von Ja-
mes River Co., H.P. Smith Division (Bedford Park, IL,
USA), und silikonbeschichtete Papiere, angeboten
von DCP-Lohja Inc. (Willowbrook, lllinois, USA).

[0042] Fig. 6 ist eine Seitenschnittansicht eines al-
ternativen Klebegegenstands 120 gemaf den Prinzi-
pien der vorliegenden Erfindung. Klebegegenstand
120 weist mehrere Klebebereiche 122, 124, 126, 128
auf. Klebebereich 122 hat das hdchste Klebeniveau
mit der Substratflache 58 des Substrats 52. Jeder der
Klebebereiche 124, 126, 128 hat ein progressiv nied-
rigeres Klebeniveau, und jeder weist in Bezug auf Be-
reiche mit hoher Adhasion reduzierte Klebeeigen-
schaften auf. Klebebereich 124 hat beispielsweise
ein niedrigeres Adhasionsniveau als Bereich 122.
Demnach weist Bereich 124 reduzierte Klebeeigen-
schaften verglichen mit Bereich 122 auf. Klebebe-
reich 126 hat in ahnlicher Weise ein niedrigeres Ad-
hasionsniveau als Bereiche 122, 124. Klebebereich
128 hat das niedrigste Adhasionsniveau mit der Sub-
stratflache 58.

[0043] Klebebereich 128 ist so gestaltet, dass Uber-
mafiges Binden mit der Substratflache 58 vermieden
wird, das durch Kompressionskraft 74 verursacht
wird, wenn die Last 70 wie bereits erortert an der
Struktur 50 positioniert wird. Der Versagensmodus
des Klebegegenstands 120 minimiert Beschadigung
an der Substratflaiche 58, wie allgemein in den

Fig. 4A-Fig. 4C illustriert ist.

[0044] Wie in Fig. 7 illustriert ist, hat der Klebege-
genstand 120 aus Fig. 6 den zusatzlichen Vorteil,
dass die Struktur 50 von der Substratflache 58 durch
Delaminierung in der Richtung 130 entfernt werden
kann, was auch als "umgekehrtes Abschalen" be-
zeichnet wird. Umgekehrtes Abschéalen bezieht sich
auf Delaminieren einer Struktur in einer Richtung von
dem Bereich der niedrigsten Klebeeigenschaften zu

dem Bereich der héchsten Klebeeigenschaften.

[0045] Die normale Beanspruchung, der der Klebe-
gegenstand 120 ausgesetzt ist, wenn er zum vertika-
len Einbau verwendet wird, ist Abschalkraft 72 nahe
dem oberen Bereich der Struktur 50, allgemein ge-
genuber von dem Klebebereich 122. Der Klebebe-
reich 122 wirkt der Abschalkraft 72 entgegen. Gleich-
zeitig wird in dem Klebebereich 128 eine Kompressi-
onskraft 74 erzeugt. Die Klebeeigenschaften des Kle-
bebereichs 122 missen groRer als die Klebeeigen-
schaften in dem Bereich 128 sein. Die Klebeeigen-
schaften in dem Klebebereich 122 sind vorzugsweise
auf einem Niveau, das die Substratflache 58 wahrend
des umgekehrten Abschalens nicht beschadigt. Ob-
wohl der Unterschied der Klebeeigenschaften von
dem Bereich 122 zu dem Bereich 128 als eine Reihe
von Stufen illustriert ist, ist auch ein Gradient oder
eine allmahliche Anderung der Klebeeigenschaften
moglich (siehe Fig. 8).

[0046] Delaminieren in der Richtung 130 kehrt die
normalen Krafte um, so dass das Abschalen nun auf
die Bereiche des Klebegegenstands 120 einwirkt, die
die schwachste Abschélfestigkeit haben. Man kann
die Struktur 50 ausgehend von dem unteren Bereich
heben und arbeitet sich allmahlich durch die ver-
schiedenen Klebebereiche nach oben vor. Die Klebe-
bereiche 122, 124, 126, 128 delaminieren progressiv
von der Flache 58 von dem Bereich mit dem niedrigs-
ten Adhasionsniveau 128 zu dem Bereich mit der
héchsten Adhasion 122.

[0047] Eig. 8 illustriert einen alternativen Klebege-
genstand 140 mit einer Tragerschicht 142 und einer
Klebeschicht 144. Die Klebeschicht 144 wird allge-
mein in einen ersten Klebebereich 146 und einen
zweiten Klebebereich 148 getrennt. Der zweite Kle-
bebereich 148 hat durch Verwendung einer reduzier-
ten Oberflache reduzierte Klebeeigenschaften relativ
zu dem ersten Klebebereich 146. Das bedeutet, dass
die Oberflache des zweiten Klebebereichs 148 pro
Langeneinheit "L" kleiner als die Oberflache des ers-
ten Klebebereichs 146 ist. Der Versagensmodus des
Klebegegenstands 140 minimiert Beschadigung an
der Substratflache 58, wie allgemein in den

Fig. 4A-Fig. 4C illustriert ist.

[0048] Die Form der ersten und zweiten Klebeberei-
che 146, 148 kann variieren, solange die Gesamtkle-
beoberflache in dem Bereich 148 kleiner als die Kle-
beoberflache in dem Bereich 146 ist. Die reduzierte
Oberflache in dem Bereich 148 kann erreicht werden,
indem die Klebeschicht 144 in einer Gradientenkonfi-
guration aufgeschichtet wird. Alternativ kann die Kle-
beschicht 144 die gesamte Oberflache der Trager-
schicht 142 bedecken, und Anteile 150, 152 konnen
modifiziert werden, damit sie nicht-klebende oder re-
duzierte Klebeeigenschaften haben, wie durch An-
wendung von in dem Bereich 146. Die reduzierte
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Oberflache in dem Bereich 148 kann erreicht werden,
indem die Klebeschicht 144 in einer Gradientenkonfi-
guration aufgeschichtet wird. Alternativ kann die Kle-
beschicht 144 die gesamte Oberflache der Trager-
schicht 142 bedecken, und Anteile 150, 152 kdnnen
modifiziert werden, damit sie nicht-klebende oder re-
duzierte Klebeeigenschaften haben, wie durch An-
wendung eines nicht-klebenden Liners oder einer
Vielfalt anderer bereits erorterter Techniken. In einer
anderen Ausfiihrungsform kann ein Klebegegen-
stand in nicht-rechteckige Formen geschnitten wer-
den, so dass die reduzierte Oberflache in dem zwei-
ten Klebebereich 148 mit oder ohne die Anteile 150,
152 erreicht wird.

[0049] In einer Ausfiihrungsform ist der Klebege-
genstand 140 ein konventioneller Klebstoff, der durch
umgekehrtes Abschalen ausgehend von dem ersten
Klebebereich 148 und in Richtung des zweiten Klebe-
bereichs 146 voranschreitend entfernt werden kann.
In einer anderen Ausfiihrungsform ist der Klebege-
genstand 140 ein sich durch Dehnung I6sender Kleb-
stoff, der mit einem Zugstreifen 154 von einem Sub-
strat entfernt wird.

Patentanspriiche

1. Klebegegenstand, der zur Befestigung von
Strukturen an einem Substrat angepasst ist und ei-
nen sich durch Dehnung lI6senden Klebegegenstand
aufweist, der eine Klebeschicht mit einem ersten Kle-
bebereich, der zur Befestigung eines oberen Anteils
der Struktur an dem Substrat angepasst ist, und ei-
nem zweiten Klebebereich mit reduzierten Klebeei-
genschaften hat, der zur Befestigung eines unteren
Anteils der Struktur an dem Substrat angepasst ist,
wobei der sich durch Dehnung l6sende Klebegegen-
stand einen Zugstreifen enthalt, der an dem sich
durch Dehnung l6senden Klebegegenstand neben
dem zweiten Klebebereich befestigt ist.

2. Klebegegenstand nach Anspruch 1, wobei das
sich durch Dehnung l6sende Klebeband eine mehr-
schichtige Struktur aufweist.

3. Klebegegenstand nach Anspruch 1, wobei das
sich durch Dehnung I6sende Klebeband eine Trager-
schicht ausgewahlt aus einem Film, einem elasti-
schen Schaum und einem unelastischen Schaum
aufweist.

4. Klebegegenstand nach Anspruch 1, wobei die
Klebeschicht mehr als zwei Klebebereiche aufweist.

5. Klebegegenstand nach Anspruch 1, wobei die
Klebeschicht mehrere Klebebereiche mit zunehmend
reduzierten Klebeeigenschaften aufweist.

6. Klebegegenstand nach Anspruch 1, wobei die
Klebeschicht zunehmend reduzierte Klebeeigen-

schaften aufweist.

7. Klebegegenstand nach Anspruch 1, wobei der
zweite Klebebereich eine Flache aufweist, die kleiner
als eine Flache des ersten Klebebereichs ist.

8. Klebegegenstand nach Anspruch 1, wobei der
zweite Klebebereich eine Flache aufweist, die groflier
als oder gleich etwa 22 % einer Flache der Klebe-
schicht ist.

9. Klebegegenstand nach Anspruch 1, wobei der
zweite Klebebereich aus der Gruppe bestehend aus
Trennlinermaterial, repositionierbarem Haftkleber,
polymerem Film, Papier, Pulver, Gazen, Vliesstoff,
Tinte und Tragermaterial mit niedriger Adh&sion aus-
gewahlt ist.

10. Klebegegenstand nach Anspruch 1, wobei
die reduzierten Klebeeigenschaften eine Reduktion
der Flache des zweiten Klebebereichs relativ zu dem
ersten Klebebereich aufweisen.

11. Klebegegenstand nach Anspruch 1, der einen
doppelseitigen Klebebandgegenstand aufweist.

12. Einbausystem flr ein Substrat, aufweisend:
eine Struktur mit einem oberen Anteil und einem un-
teren Anteil und
einen Klebegegenstand, der zur Befestigung der
Struktur an dem Substrat angepasst ist, wobei der
Klebegegenstand eine Klebeschicht mit einem ersten
Klebebereich und einem zweiten Klebebereich auf-
weist, wobei der erste Klebebereich zur Befestigung
des oberen Anteils der Struktur an dem Substrat po-
sitioniert wird und der zweite Klebebereich zur Befes-
tigung eines unteren Anteils der Struktur an dem
Substrat positioniert wird, wobei der zweite Klebebe-
reich reduzierte Klebeeigenschaften aufweist.

13. Einbausystem nach Anspruch 12 wobei der
Klebegegenstand ein sich durch Dehnung l6sendes
Klebeband aufweist.

14. Einbausystem nach Anspruch 13, wobei die
Klebeschicht zum Delaminieren von dem Substrat
durch umgekehrtes Abschalen angepasst ist.

15. Einbausystem nach Anspruch 13, wobei die
Struktur einen Haken aufweist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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